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EPBOND 515

Mark Il sistemleri icin epoksi mastik

Uriin aciklamasi

EPBOND 515, Mark 11l sistemleri icin disuk yodunluklu, tiksotropik bir epoksi mastiktir. Yalitim kutularini sabitler ve
yukleri egit dagitir; dusuk sicakhklarda iyi esneklik ve yapigsma saglar.

Baslica 6zellikler
* Tiksotropik mastik: akma yapmaz, dusey yuzeylere uygulanabilir « Dasik yogunluk
* Basma altinda suriinmeye karsi yuksek direng « Kolay karistirma ve uygulama

Fiziksel 6zellikler

Ozellik Deney yontemi EPBOND 515 recine EPBOND 515
sertlestirici

Agirhkga karisim orani 100 72

Hacimce karigim orani 100 100

izin verilen en biiyiik sapma Sertlestirici miktarinin £%7'si

GOrtnim Gorsel kontrol Tiksotropik pasta Tiksotropik pasta

Renk Gorsel kontrol Koyu yesil Aclk bej

25 °C'de karistirma oncesi ASTMD4052 Yaklasik 1,26 Yaklasik 0,91

yogunluk (g/cm?)

25 °C'de kirlenme sonrasi ASTMD4052 Yaklasik 1,12
yogunluk (g/cm?)

25 °C'de viskozite (Pa-s) Yaklasik 900 Yaklasik 600
25 °C'de calisma suresi (500 Jellesme siresi 6lgim cihazi Yaklasik 120

g, dakika)

Camsi gegis sicakligi Tg TMA 68°C

Camsi gegcis sicakligi Tg TMA 36x10-6K-1

Mekanik ozellikler

Sicaklik -25°C +23°C
Cekme dayanimi (MPa) 1ISO527-2:1996 39 25
Kopma uzamasi (%) 1ISO527-2:2006 1,2 1,0
Young moduli (MPa) 1S0527-2:2006 4200 3800
Basma dayanimi (MPa) 1ISO604:2002 100 62
Basma modilu (MPa) 1ISO604:2002 3800 3400
Kesme dayanimi (MPa), 2017 aliminyum / 150 1ISO4587:1995 16 16,2

kum zimparayla hazirlanmig

EPTEK | eptek.cn 1



GCPTEK N

Materials Shape Life

Mekanik ozellikler

Basma altinda strtinme: 30 x 30 x 30 mm, yuk MH2004-CS/7.4 0,03
0,6 MPa 0,01
- 360 saat yuk altinda kaldiktan sonra (mm)

- 360 saat toparlanma sonrasinda (mm)

(1) Kir kosullari: 23 °C / 14 giin
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Uygulama prosedurt

EPBOND 515 epoksi mastik, otomatik dozajlama ve karistirma ekipmaniyla en fazla 200 bar basingta ekstride
edilebilir. Agiri basing ici bos mikrokireleri ezebilir. Pompalama ve ekstriizyonu kolaylastirmak icin regineyi ve
sertlestiriciyi 20 °C'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulayin.

Basma dayanimi

Sicaklik °C -170 -100 -45 +23 +40
Basma dayanimi ISO 604:2002 MPa 160 150 120 62 57
Basma moduli MPa 6500 5200 4600 3400 3000

Kir kosullari: 40 °C / 7 gin
Kar kosullari

EPBOND 515, agik uygulama slresi sona erdikten sonra hizla dayanim kazanir ve ylksek kir derecesine ulasir.
Mastik, 23 °C'de 21 giin veya 40 °C'de 7 glin sonra tamamen kiirlenmis kabul edilebilir.

Kur hizi ve dayanim gelisimi, farkh sicakliklarda kir suresine bagh Shore D sertligi artisi dlgtlerek degerlendirilebilir.

Shore D sertligi 1 gln 2 gln 3 gin 4 glin 5 gln 6 gun 7 gun
10°C 41 63 66 68 71 73 75
25°C 70 74 76 77 78 79 80
35°C 76 78 79 80 80 80 80

(3) ISO 868:2003 deney numunesi: cap 55 mm, kalinlik 20 mm

Aclk uygulama suresi

Sicaklk (°C) Acik uygulama suresi
C2 yapistirici seridi C5 yapistirici seridi
15 260 230
20 180 110
25 120 75
30 75 60
35 45 45
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Ambalaj
EPBOND 515 regine EPBOND 515 sertlestirici
230kg 165kg
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Depolama

Acilmamis EPBOND 515, kuru kosullarda 12 ay saklanabilir. Onerilen depolama sicakligi regine igin 12-35 °C,
sertlestirici icin 5-35 °C'dir. 10 °C'nin altinda uzun sireli depolama, EPBOND 515 regine bileseninde kristallesmeye
neden olabilir. Kristallesme gorulirse malzemeyi kullanmay! birakin.

Givenlik 6nlemleri

Uygulama sirasinda cilt temasindan kaginin. Gerektiginde koruyucu giysi, maske ve koruyucu eldiven kullanin; iyi
havalandirilan bir alanda galisin. Daha fazla bilgi icin malzeme guivenlik bilgi formuna bakin.

Notlar

Yukaridaki tim veriler belirtilen kosullarda 6lgtimUstir. Gergek isleme yontemleri ve diger etkenler performansi
etkileyebileceginden, musteriler kullanimdan 6énce uygulamaya uygunlugu dogrulayacak gerekli testleri yapmalidir.
Uriinlerimizin kalite sartnamelerimize uygun oldugunu garanti ederiz.
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